PATENT PORTFOYU

METAL iCERIKLi BIR MALZEME KOMPOZiSYONU VE
BUNUN URETIM YONTEMI

Bulusun Tanimi

Bu bulus, metal icerikli bir malzeme kompozisyonu ve bunun Uretim yontemi, &zellikle de istenilen geometri

ve Ozelliklerdeki metal, degerli metal veya metal alasim icerigine sahip son Urlnlerin kolayca Uretilebilmesini

sagdlayan, oda sicakliginda yumusak-kati (yodru/hamur) reolojik davranis sergileyen metal tozu icerikli bir
. malzeme kompozisyonu ve bunun Uretim yéntemi ile ilgilidir.
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¢ Metal, degerli metal ve metal alasim parcalarinin oda sicakliginda dogrudan net sekilli olarak Uretilmesini saglayarak;
dokim, haddeleme ve CNC isleme gibi geleneksel talasli imalat yéntemlerinin getirdigi asiri is glcl ve yuksek
donanim/enerji maliyetlerini ortadan kaldirir.

¢ Kuyumculuk ve elektronik gibi sektorlerde degerli metal fire kaybini en aza indirir; malzeme tek basina hammadde
olarak kullanildiginda ramat geri kazanim ihtiyacini ortadan kaldirarak dnemli bir ekonomik kaybi engeller.

e Mevcut metal killerinin aksine ambalaj agildiktan sonra kurumaz veya c¢atlamaz; kullanici, baglayici dengesini
bozmadan malzemenin viskozitesini kendi uygulamasina gore serbestce ayarlayabilir.

¢ Moduler yapisi sayesinde kullanim sirasinda pigment veya fonksiyonel dolgu maddeleri eklenebilir; sinterleme
sonrasl mekanik kararllik korunur ve malzeme, esnek ve catlamaya direncli bir filaman formu da dahil olmak Gzere
3B yazici ekstruderlerine tikanmadan kesintisiz beslenir.

(" Pazar Bilgileri )
Bulusla dogrudan iliskili olan kiresel 3B Yazici Metal Malzemeleri ve Eklemeli imalat Pazari (3D Printing Metal Materials
Market) 2025 yili itibariyla yaklasik 2,1 milyar USD buyikltge ulasmis olup yillik ortalama %23,5 btylme orani (CAGR) ile
2030’lu yillara dogru en hizli bilylyen endUstriyel alanlardan biridir. 3B Yazilabilir iletken Mirekkepler ve Esnek Elektronik
Malzemeleri pazari ise %16,2’lik yillik blylime ile 2026’da 3,8 milyar USD buyUklige erismistir. Ayrica geleneksel
kuyumculuk ve prototipleme alanlarindaki Metal Sanat Kil (Metal Clay) pazarinin da katma degerli segmentte istikrarh
blylimesini strdlrdigu bilinmektedir. )

Hedef Kitle

Belirtilen NACE kodlari altinda faaliyet gdsteren sirketler ile metal toz/yogru formilasyonu, katmanl imalat
malzemeleri, degderli metal isleme ve elektronik bilesen Uretimi alanlarinda faaliyet gosteren isletmeler tarafindan E
kullanima uygundur. N

Kullanim Alanlan

Bulus; Dogrudan Mirekkep Yazma (DIW) ve yogru bazli ekstriizyon yontemleriyle ¢calisan katmanliimalat (3B yazdirma), esnek
FDM/FFF metal filamentlerinin hammaddesi, kuyumculuk, degerli metal isleme ve diger metal isleme sektorlerinde kullanima
uygundur. Ayrica esnek/giyilebilir elektronik ve akilli tekstil Grinleri, baskill devre karti (PCB) ve mikro-elektronik onarimi,
RF antenleri, RFID etiketleri ve sensor Uretimi, havacilik, otomotiv ve medikal mikro bilesen tretimi ile fonksiyonel termal/
elektriksel iletken yizey kaplamalarinda da uygulanabilir.

\
( NACE Kodu Faaliyet
20.59 Baska yerde siniflandiriimamis diger kimyasal tGrlnlerin imalati
26.11 Elektronik bilesenlerin imalati
L 32.12 Micevher ve benzeri esyalarin imalati

Ticarilesme Beklentisi

Amac, teknolojinin patent lisanslama/devir yoluyla hedef sirketlere transfer edilmesidir. Bu teknoloji transferi isbirligi
projeleriyle desteklenecektir. Misteri kurulusun KOBI olarak siniflandiriimasi halinde, olasi bir teknoloji transferi
durumunda mdsteri kurulus, lisanslama maliyetlerinin %25-40’ini geri talep edebilir.



